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Prior Art: 



for Publication No.: DE 103 17 793,0-34: 

Examination Report: 
DE 197 29 891 A1 

This equipment modifies plastic surfaces. It is novel in that a material flowing at constant 
speed (the medium), is accelerated onto the plastic surface, to improve adhesion to other 
materials. Also claimed is the corresponding process. 



DE42 40 569 A1 

The invention relates to a manufacturing method for a plastic-metal composition with good 
adhesive strength, in particular a potentiometer/conducting-track system with a plastics 
paste/carbon-material (thick-film) potentiometer to be applied to a conducting track. The aim 
is to achieve greatest possible adhesion between the potentiometer track of the 
potentiometer and the conducting track. For this purpose it is envisaged that, before applying 
the potentiometer, preferably a thick-film potentiometer, the conducting track is provided with 
a defined microroughness in the region of the potentiometer track. 

DE 39 32 017 A1 

Electrically conductive structures, such as printed circuit boards, with integrated self- 
contained connection and plug regions are obtained by the known (semi)-additive method. 
Both the tracks and the connection and plug regions are metallized in a single operation, and 
the metallic coating is deposited in these regions with a very low adhesive strength so that it 
can be readily detached from the surface of the substrate without damaging the latter. 

DE 43 28 883 C2 

Polyamide (nylon) mouldings are prepared by pretreatment followed by activation with noble- 
metal compounds from subgroup 1 and/or 8 of the Periodic Table. The pretreatment is 
carried out in a liquid comprising a dihydric or polyhydric alcohol having a flashpoint of >/= 
100 DEG C, a halide from main groups 1 to 3 of the Periodic Table, an inorganic or organic 
acid and optionally water. 

DE 197 36 449 A1 

The invention relates to a composite composed of a plastic substrate and a thin, continuous 
metal-containing layer, characterised in that the metal-containing layer is ductile, adheres 
firmly to the plastic substrate, has a thickness of <2 mu m and is composed of a compound 
corresponding to the formulaMaObCxNyBzwherein: M means one or more metals from the 
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group comprising Ti, Ta, Nb, Zr and Hf, a=0.025 to 0.9 b=0.025 lo 0.7 x=0.2 to 0.9 y=0 to 0.7 
z=0 to 0.7 a+b+x+y+z=1 provided that the value of a, starting from the substrate surface, 
increases from a value approximating zero towards to the layer surface, and at least 50% of 
the carbon atoms at the base of the layer are bound to other carbon atoms by C-C bonds. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

©Verfahren zur Herstellung einer haftfesten Kunststoff-Metall-Verbindung 

© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer 
haftfesten Kunststoff-Metall-Verbindung, insbesondere ei- 
nes Potentiometer- Leiterbahn-Systems mit einem, auf eine 
Leiterbahn aufzubringenden Kunststoffpaste-Ko hie- Material 
(Dickschicht-) Potentiometer. 

Es soil eine mdglichst hohe Hartung zwischen der Potentio- 
meterbahn des Potentiometers und der Leiterbahn erreicht 
warden. 

Dazu ist vorgesehen, daft die Leiterbahn vor Aufbringen des 
Potentiometers, vorzugsweise elnes Dlckschichtpotentiome- 
ters, im Bereich der Potentiometerbahn mit einer definierten 
Mikrorauhigkeit versehen wird. 
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Die folgenden Angaben slnd den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
einer haftfesten Kunststoff-Metall-Verbindung nach 
dem Oberhe^nff des Ajispmchs 1. 5 

Es ist bekannt, bei elektronischen Schaltungen, die 
Potentiometer enthaltea diese ats sogenannte Dick- 
schichtpotentioraeter auszubilden und mit ihrer leiten- 
den Kunststoffschicht direkt auf Leiterbahnen zu befe- 
stfgen. Dabei mflssen zwischen der Kunststoffschicht, io 
die in der Regel ein leitfahiges Kunststoffpaste-Kohle- 
Material ist, und der Leiterbahn genau definierte Haf- 
tungsbedingungen eingehalten werden, da schon ge- 
ringste Ungenauigkeiten in der Kontaktierung zu Ver- 
anderungen des elektrischen Widerstandes der Poten- 15 
tiometer ftthren und damit eine sichere vorausbestimm- 
te Funktion des Potentiometers nicht mehr gewahrlei- 
stet werden kann. Die Potentiometer weisen entweder 
sehr groBe Toleranzen auf oder es kann zu Funktions- 
ausfailen kommen. Der Widerstandswert der Potentio- 20 
meter wird in groBem MaBe durch die Haftung auf der 
Leiterbahn mitbestimmt 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren der gat- 
tungsgem&Ben Art zu schaffen, mit dem eine Kunststoff- 
Metall-Verbindung, insbesondere ein Potentiometer- 25 
Leiterbahn-System geschaffen werden kann, das sich 
durch eine hohe Haftung auszeichnet 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch die im 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten 
Merkmalegelost 30 

Es wurde gefimden, daB wenn die metallischen Leiter- 
bahnen vor Aufbringen des Potentiometers mit einer 
definierten Mikrorauhigkeit versehen werden, genau 
diese Bedingungen erf Gilt werden. 

Durch die definierte Mikrorauhigkeit wird erreicht, 35 
daB sich auf der Metalloberflftche der Leiterbahn eine 
bestimmte Oberflachenstruktur in der Art einstellt, daB 
die anschlieBend aufgebrachte leitende Kunststoff- 
schicht (Potentiometerbahn) des Potentiometers, die im 
Verhfiltnis zum Leiterbahnmaterial eine geringere Fe- 40 
stigkeit aufwelst, sich den geschaifenen Mikrostruktu- 
ren form- und kraftschldssig infolge der sich an den 
Grenzflachen einstellenden Bedingungen anpaBt und 
somit eine den Bedingungen angepafite ausreichend gu- 
te Haftung erreicht wird. 45 

In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der Erfin- 
dung ist vorgesehen, daB die Mikrorauhigkeit so ausge- 
bildet wird, daB eine auf der Leiterbahn vorhandene 
Schutzschicht mit einer Starke von vorzugsweise weni- 
ger als 2 um durch die, vorzugsweise durch Mikrostrah- 50 
len, erzeugte Rauhigkeit entstehenden Tdler, diese die 
Schutzschicht nicht durchbrechen. 

Hiermit wird in vorteilhafter Weise erreicht, daB die 
insbesondere zu Korrosionsschutzzwecken aufgebrach- 
te Schutzschicht, beispielsweise aus Gold, nicht zerstdrt 55 
wird, und somit weiterhin der Korrosionsschutz und die 
elektrische Leitfahigkeit gewahrleistet ist 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den in den Unteransprflchen angege- 
benen Merkmalea 60 

Die Erfindung wird nachfolgend in einem AusfQh- 
rungsbeispiel anhand der zugehdrigen Zeichnung, die 
schematisch im Schnitt ein Potentiometer-Leiterbahn- 
System zeigt, naher eriautert 

Die Ftgur zeigt im stark vergroBerten MaBstab eine 65 
auf einer Leiterplatte 10 angeordnete Leiterbahn 12. 
Die Leiterbahn 12 ist mit einer Schutzschicht 14, bei- 
spielsweise aus Gold, versehen. Die Schutzschicht weist 



eine Dicke von vorzugsweise weniger als 2 urn auf. In 
emera Bereich 16 der Leiterbahn 12 bzw. der Schutz- 
schicht 14 ist eine Potentiometerbahn 18 angeordnet, 
welche beispielsweise aus emern clekuisch leiienden 
Kunststoffpaste-Kohle-Material 20 besteht Auf die 
Darstellung von Abgriffselementen des Potentiometers 
wurde aus GrOnden der Obersichtlichkeit verzichtet 

Der Bereich 16 der Schutzschicht 14 weist an seiner 
Oberfiache 22 eine Mikrorauhigkeit auf, die sich durch 
genau definierte Strukturen auszeichnet 

Die Rauhigkeit wird dadurch erreicht, indem an den 
Bereich 16 vor Aufbringen der Potentiometerbahn 18 
hier nicht dargestellte Mittel herangefQhrt werden, die 
den Bereich 16 mit Feinstfeststoffpartikel mikrostrah- 
len. Die Mikrostrahlung erfolgt dabei beispielsweise so, 
daB die Feinstfeststoffpartikel, die eine KorngrdBe von 
weniger als 100 um aufweisen, aus einem Abstand von 
beispielsweise 2 bis 50 cm, vorzugsweise 10 bis 30 cm 
auf die Oberfiache 22 gestrahlt werden. 

Durch den Aufprall der Feinstfeststoffpartikel auf die 
Oberfiache 22 der Leiterbahn 12 bzw. der Schutzschicht 
14 rait einer bestimmten kinetischen Energie werden 
entsprechend der GrdBe und der Form der Feinstfest- 
stoffpartikel Oberflachenstrukturen in genau definierter 
Art und Weise geschaffen. 

Die Mikrorauhigkeit wird dabei so eingestellt, daB 
selbst die tiefste Rauhtiefe in der Schutzschicht 14 diese 
nicht durchbricht 

Nach Einstellung der Mikrorauhigkeit wird die Po- 
tentiometerbahn 18 auf den Bereich 16 auf gebracht Das 
Aufbringen des elektrisch leitenden Kunststoffpaste- 
Kohle-Materials erfolgt durch Siebdruck, durch Auf- 
walzen oder ahnliche geeignete Verfahren. 

Indem die Mikrorauhigkeit des Bereichs 16 in das 
weichere Kunststoffpaste-Kohle-Material 20 abgebildet 
wird, haftet dieses in einem ausreichend groBen MaBe 
an der Leiterbahn 12 bzw. Schutzschicht 14 fest 

Das gesamte Potentiometersystem wird anschlieBend 
ausgehartet bzw. eingebrannt Durch die gute Haftung 
ist ein genau definierter elektrischer Widerstandswert 
des Potentiometers 18 gegeben, der eine hohe Einstell- 
genauigkeit zuiaBt 

Es ist selbstverstandlich auch mfiglich, den mit der 
Mikrorauhigkeit behafteten Bereich 16 direkt auf der 
Leiterbahn 12 vorzusehen, fur den Fall, daB keine 
Schutzschicht 14 vorhanden ist 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Herstellung einer haftfesten 
Kunststoff-Metall-Verbindung, insbesondere eines 
Potentiometer-Leiterbahn-Systems mit einem, auf 
einer Leiterbahn auf zubringenden Kunststoffpa- 
ste-Kohle-Material(Dickschicht-)-Potentiometer, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahn vor 
Aufbringen des Potentiometers, vorzugsweise ei- 
nes Dickschichtpotentiometers, im Bereich der Po- 
tentiometerbahn mit einer definierten Mikrorau- 
higkeit versehen wird 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mikrorauhigkeit durch Mikro- 
strahlen mit Feinstfeststoffpartikel aus einer Ent- 
femung von 2 bis 50 cm, vorzugsweise 10 bis 30 cm, 
erzeugt wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB als Strah- 
lungsmedium Luft oder FlOssigkeit verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
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sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die zu strah- 
lenden Femstfeststoffpartikel eine GroBe von 10 
bis 100 jim, vorzugsweise 20 bis 50 urn, aufweisen. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Mikro- 5 
rauhigkeit mi: sc geringer Rauhuefe erzeugt wird, 
daB eine auf der Leiterbahn vorhandene, vorzugs- 
weise elektrisch lehende Schutzschicht mit einer 
Starke von vorzugsweise weniger ais 2 um nicht 
durchbrochen wird 10 

6. Verfahren iiach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Kunst- 
stoffpaste-Kohle-Material auf den mikroaufge- 
rauhten Bereich durch Siebdruck, durch Aufwaizen 
oder fihnliche geeignete Verfahren aufgebracht 15 
wird und das gesamte Potentiometersystem an- 
schlieOend ausgehartet bzw. eingebrannt wird. 

7. Kunststoff-Metafl-Verbindun& insbesondere Po- 
tentiometer-Leiterbahn-System, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es nach einem der vorhergehenden 20 
Ansprfiche hergestellt wird 
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